TRUMPF

SICK AG

SI C K www.sick.com

SICK je 3pecialista na priemyselné senzorové riesenia — od fabrickej
Sensor Intelligence.  cez logisticku az po procesnt automatizaciu. Spolo nos na
veducej pozicii v technoldgii a na trhu, so sidlom vo Waldkirchu
vytvara inteligentnymi senzormi a aplika_inymi rieSeniami zéklad
pre bezpené a efektivne riadenie procesov, pre ochranu —udi pred
Urazmi a pre predchadzanie vzniku $kdd na Zivotnom prostredi.
Podnik zaloZeny v roku 1946 je vaka viac ako 50 dcérskym
a Uastinnym spolo—nostiam ako aj mnozstvu zastUpeni pritomny
na celom svete.

ODVETVIE PO ET ZAMESTNANCOV SiDLO
Senzorové 10 000 Waldkirch
rieSenia pre (Nemecko)
fabricku,

logisticku

a procesnu

automatizaciu

PRODUKTY TRUMPF APLIKACIE
ViP (VCSEL s integrovanou fotodiodou) 3D senzorika, bezkontaktné meranie
laserom
Vyzvy

Dotykové merania rychlosti, polohy a d Zky vo vyrobnych zariadeniach pomocou dekodéra s meracim
kolieskom doteraz urn iovali smer v technike. Koliesko sa pritom to i po tovare a obrobkoch pohybujucich
sa popri-om a prepo fitava ich rozmery a rychlos . Dobry systém, ide to ale aj lep3ie. Pretoze aj staré
dobré meracie koliesko ma svoje nevyhody: Na tenkych, citlivych materidloch zanechdvaju kolieska
nezelané stopy alebo nemaju dostato iny dotyk na zabezpe enie presného merania. Alternativa sa vola
optické meranie. No ta sa povazuje za drahu: , Vyhody bezkontaktného merania by spravidla nevyvazili
vy33iu obstaravaciu cenu. Po Uval som to stale dookola”, vravi Heiko Krebs. Pretoze senzorové riesenia,
ktoré snimaju dielce laserovym svetlom, st technicky naro iné, ~im vznikaju zvysené naklady: Vyzaduju si
vyssi vykon lasera a spadaju preto do kategorie laserovej triedy 3. VyZaduje si to konstruk né

bezpe nostné opatrenia a Specialne skolenia.



"Dostdvame mnoho dopytov na aplikacie, na ktoré
sme poas vyvoja vobec ani len nepomysleli. Tito
zakaznici teraz m6zu pomocou SPEETEC vyriesi |
Ulohy merania, pre ktoré doteraz nebola dostupna

ziadna vhodna senzorika."

HEIKO KREBS

SENIOR VICEPREZIDENT PRE PRODUKTOVY
MANAZMENT, SICK AG

RieSenia

Diédy VCSEL a partnerstvo s firmou TRUMPF Photonic Components pri vyvoji priniesli prelom. Ralph
Gudde, VP Marketing and Sales vo firme TRUMPF Photonic Components, predstavil panovi Krebsovi malé
diédy s Uplne integrovanymi laserovymi snima mi pre spotrebite iské zariadenia. Vyriesilo to problém
laserovej triedy 3. Pan Gudde si spomina: ,,Okrem toho sme navrhli firme SICK iny proces merania.
Pretoze viiaka VCSEL méZeme pouzi | takzvanud technolégiu interferencie s vlastnym zmiesavanim,
skratene SMI. Tato technoldgie sa pouziva uz asi dvadsa ' rokov v miliGnoch produktov a osved ila sa.”
Proces funguje takto: VCSEL vrha infrarerveny laserovy U na povrch dielca, ktory sa prestva okolo.
Opticky rezonator zachytava odraz laserového I a a zmieSava ho so svetlom v rezonatore. Fotodidda
potom odmeria interferenciu a z rozdielu frekvencii systém vypo ita rychlos | pohybu. Z modulacie
vinovej d Zky je mozné odvodi ' smer pohybu. Laserovy snima ' tak priamo zaznamenava rychlos ' a smer,
ako aj nepriamo polohu a rozmery dielca.

Realizacia

Revolu ny ndpad, ale vetko, len nie jednoducha realizacia. No kazdy partner vyvoja profituje

z odbornych vedomosti toho druhého. TRUMPF a SICK spolo ne uvadzaju na trh snima e SPEETEC.
Zakladom je algoritmus procesu, ktory rychlo a vysoko presne vyhodnocuje kvalitu signalov na FPGA. Pri
rychlostiach objektu desa | metrov za sekundu dosahuje rozlisenie Styroch mikrometrov a presnos |
merania 0,1 percent — dokonca aj pri ndro nych materidloch akym je izola nd vina. , A to v3etko za cenu,
ktora je v porovnani s doteraz dostupnymi na trhu vyrazne blizsie dotykovym rieSeniam”, vravi pan Krebs
spokojne.



Vyhliadka

Obaja partneri st hrdi nie len na vysledok ich spoluprace, ale aj na cestu, ktora k nej viedla. Pan Krebs
spomina: ,V aka partnerom projektu, ktori sa orientuju na rychlo sa vyvijajuci spotrebite sky trh a nami,
ktori sa zameriavaju na 3pecifikacie priemyslu, sa spolu stretli dva svety. V. mnohych oblastiach sme najprv
museli ndjs 1 spolo nu re , spolo né myslenie. Kolegovia z TRUMPF Photonic Components nas niekedy
svojim pristupom vyviedli zo slepej uli-ky.” A pan Gudde dodava: ,Vtedy sme nemali taky 3iroky rozh—ad
v tom, aké poziadavky musi spiiia ' integrovany priemyselny snima . Nemali sme preh ad o tom, aké su
trhy a aké medzery vobec v priemysle si. Tu sme sa od firmy SICK mnohému priucili.”

Pana Krebsa tesi najma to, Ze teraz dostava dokonca dopyty aj na svoj opticky snima-, na ktory po—as
vyvoja vébec nemyslel. , Tito zédkaznici teraz mézu pomocou SPEETEC vyrieSi 1 tlohy merania, pre ktoré
doteraz nebola dostupna Ziadna vhodna senzorika.”




